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●  Op�cal Communica�on Module
●  Smart Phones, Tablet PCs
●  Storage, Portable Devices

DFN(PLP)1216-6G

產品應用

●  Supply Current ·········································· Typ. 25 µA (IOUT = 0 mA)
●  Standby Current········································· Typ. 0.01 µA
●  VIN Input Voltage Range···························· 0.6 V to 4.8 V
●  VBIAS Input Voltage Range ······················· 2.5 V to 5.5 V
●  Opera�ng Temperature Range··················· Tj=-40°C to 105°C(125°C)
●  Switch ON Resistance································· Typ. 18 mΩ (VIN = 1.0 V, VBIAS = 5.0 V)
●  Output Current··········································· Max. 3 A
●  A single Nch MOSFET Circuit
●  So�-start Func�on
●  Thermal Shutdown Circuit
●  Auto-discharge Func�on (R5543K001D)
●  Package······················································ DFN(PLP)1216-6G

功能概述

產品應用線路

產品應用線路

內阻與溫度曲線

IC 尺寸

1.6 mm x 1.2 mm x 0.4 mm

Product Name Package Quan�ty per 
Reel 

Pb Free Halogen Free 

R5543K001*-
E2 

DFN(PLP)1216-
6G 

5,000 pcs Yes Yes 

*: Specify the CE Pin Polarity and auto-discharge op�on. B: Ac�ve-“High”, no auto-   
  discharge func�on D: Ac�ve-“High”, auto-discharge func�on 
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領航

2021汽車電子技術與應用研討會

09:00~16:402021  7/15 (四) 集思台大會議中心 柏拉圖廳 

5G
EV開路

報名方式：線上報名https:www.ctimes.com.tw
報名洽詢：02-2585-5526分機225孫小姐 
傳真：02-2585-5519
e-mail：imc@ctimes.com.tw

免費報名

注意事項：
因應新冠肺炎（COVID-19）落實防疫，有關於活動當天制定相關措施請上活動官網查閱【防疫公告】。
活動當天，若報名者不克參加。可指派其他人選參加，並請事先通知主辦單位。
若因不可預測之突發因素，主辦單位得保留研討會課程主題及講師之變更權利。
活動期間如有任何未盡事宜，本公司保留變更或終止本活動之決定權，相關變更內容將不定期公告於網頁。
本公司有絕對的權力審核學員入場與否，恕不接受現場報名。如無收到上課通知，前來聽課學員，需繳交1000元入場。
因應近期疫情變動，本單位除了遵照中央防疫指揮中心發佈所有防疫措施，活動前若有任何地點與日期變動，
皆請與會者上CTIMES官網查詢最新公告為準。

主辦單位 白金贊助

協辦單位

議題時間 講師

09:00∼09:10           Opening 
 
09:10∼10:00 電動車市場趨勢與關鍵技術

10:00∼10:20

10:20∼11:10
 

11:10∼12:00 次世代汽車的關鍵運算元件應用

12:00∼13:00

13:00∼13:50 5G車聯網通訊系統設計

13:50∼14:40 5G車輛導航與定位技術

14:40∼15:00

15:00∼15:50 電動車電子安全檢測與規範

15:50∼16:40 車輛環境感知與駕駛安全

16:40∼17:00 

休息/攤位交流時間

午餐時間

休息/攤位交流時間

抽獎

CTIMES/副總編輯 籃貫銘

安馳科技
副理 蔡勝偉

邀請中

是德科技 (邀請中)

Littelfuse 

邀請中

邀請中

電動車電控系統 / 電池管理系統 /
Energy Meter for EV

頭獎

車用空調香氛棒
顏色隨機(不可挑色)，數量有限送完為止

高級迷你
夾娃娃
單機x1

救車無線充電
行動電源x1

工研院產科國際所(IEK)機械
與系統組 石育賢 副組長
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EDITOR'S NOTES

編者的話

如果不是親身處在其中，真的難以感受新冠病毒（COVID-19）對社會民生所造成的重大衝擊。

沒個幾天，台灣人的日常生活就被迫中斷，幾乎所有的互動與聯繫，都立即轉為線上，而本來還

無感的「新常態」，瞬間成為台灣人的日常。

那「新常態」究竟是個什麼概念？本質來說，就是一種更加講求「無接觸」和「數位化」的生

活。所以上班換居家、學習採線上、外出要實名、飲食叫外送、購物靠網站。人與人可以連結，

但不能實際接觸。

然而要全面性的達成這些目標，網路連線與數位運算設備，就變成了跟水電一樣重要的民生基礎

建設。但從網路商城持續完售和缺貨的筆記型電腦與視訊鏡頭，就可以大概推敲而知，其實多數

人都是沒有完全準備好的。

若以一個現代的三口小家庭為例，最少就需要三台電腦、三個視訊設備。除了父母日常的工作用

途外，小孩也需要一個電腦進行線上學習。而要同時支應這三個人的大量數據傳輸，更高頻寬與

高性能的無線網路也是不可或缺，這還不包括其他可能同時進行的休閒與娛樂用途的裝置。

因此網路連線的升級，目前也正快速加溫中。尤其是隨著三級警戒時間的延長，網路升級需求也

會加速倍增。

各位讀者肯定也覺得家裡的網路好像沒有平常那麼順暢，去開關網路連線設備的次數開始慢慢變

多，這些都是網路正處於高負載的象徵。

但在這個當下，若要升級網路，5G就是個相當吸引人的選擇，

因為就效能與便利性來說，5G應該是個C/P值最高的選擇。以

速度來說，5G最基礎的服務牌價速度也有500Mbps，而這已遠

遠快過大多數的有線網路。

若要在室內使用，也只需要搭配一台5G CPE，就能夠覆蓋一個

室內空間中的所有網路設備。這種能裡能外的特色，幾乎是目

前網路隨身世代的最佳網路解決方案。

再把疫情升溫的情況考慮進去，已經可以想像如果沒有加速部

署5G建設，想要人們安心居家抗疫，是有多麼的困難與不順

利。所以在這個時代，5G已不再只是一個行動網路技術，它現

在還是抗疫神器。

新冠疫情的抗疫神器：5G

副總編輯
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Be Unique
COLUMN

洪春暉
資策會產業情報
研究所(MIC)
資深產業顧問
兼副所長(代理所長)

催化半導體產業跨國競合 
後勢隨美中關係變詭譎

在COVID-19疫情籠罩之下，與美中對抗的

國際半導體產業，如何在競合之間各顯身

手。中國大陸政府為因應美國制裁措施，

積極提升半導體自主創新能力。大基金二

期強化曝光機、化學機械研磨設備等核心

設備的研發支持，並擴大蝕刻設備、薄

膜設備、測試設備和清洗設備等領域的投

資。在IC設計方面，聚焦5G、AI、IoT、

智慧汽車等領域。在矽半導體外，中國大

陸「十四五」規劃中，積極發展氮化鎵

（GaN）、碳化矽（SiC）等「第三代半導

體」，企圖透過技術研發、產業扶植以及

電動車、5G等內需市場應用推動，建立第

三代半導體的產業供應生態體系。

美國以優惠政策吸引廠商赴美建立半導體

產業生態系，降低美國IC設計廠商對亞洲

晶圓製造代工業者的依賴。台積電已確定

在美國亞利桑那州鳳凰城建置5奈米晶圓

廠，預計在2021年動工，2024年開始量

產。台積電赴美投資除帶動相關設備及材

料供應商赴美設廠外，也讓競爭者韓國三

星電子積極規劃在美設置新廠，以爭取美

系客戶。

除了美國與中國大陸政府積極建構半導體

供應鏈生態系，日本政府亦推動計畫吸引

外國晶圓製造廠商至日本投資，讓日本半

導體材料及設備廠商回流日本，以就近供

應，避免日本半導體業者持續外流。台積

電也已在2021年初宣布將在日本設立材料

研發中心，以擴展3DIC材料研究。

體認半導體為科技產業之核心，歐洲國家

亦企圖建立本土自主生產半導體供應鏈，

避免過度依賴美國或台灣、南韓等亞洲國

家。然而半導體屬於資本密集產業，仰賴

高度專業技術人力、製程技術與設備。半

導體製程演進所需求資本支出呈現倍數增

長，且關鍵設備掌握在少數大廠手中。新

進者想要建立自有產能，跨入門檻極高。

地緣政治催化半導體產業出現跨國間的競

合，未來情勢將隨著美中關係的變化而

顯得更為詭譎。台廠目前雖然是國際大

廠轉單效應的受惠者，但在各國皆投入政

策資源重點發展半導體產業之下，為確保

台灣半導體在中長期能維持穩定的領先，

台灣應思考在半導體設備、材料所需之光

機電、化學及基礎科學等領域，持續加強

掌握自主技術，並在此基礎上與客戶合作

開發新興智慧應用，以維持長期之競爭優

勢。

（本文為洪春暉、許桂芬共同執筆，許桂

芬為資策會MIC資深產業分析師兼研究總

監）

美中日韓在半導體供應鏈與產業生態系上各自施展渾身解數，本期延續探

究台廠應思考如何持續加強掌握自主技術，以及與客戶合作開發新興智慧

應用，藉以維持長期的競爭優勢。



六月號 2021 CTIMES   11

陳達仁
國立臺灣大學機械工程
學系與工業工程學研究
所 特聘教授

智慧財產培訓學院
(TIPA)共同主持人

國立臺灣大學計量理論
與應用研究中心 特約
研究員

誰是Leader、Follower？
從技術路徑出發的競爭定位

當以客觀、量化的方式，利用專利數據勾勒出產

業、產品技術背後的發展趨勢、軌跡或是脈絡的

「技術路徑」後，我們就可以評價自己企業或是

競爭對手相對於技術路徑是領先、跟隨、或是獨

立於主流之外等的「定位」。

以下說明一些定位的觀察方式。首先，我們可以

定義所謂的主流與非主流機構。這些是擁有技術

路徑上的專利的機構。這些機構產出的專利直接

構成了所屬技術領域的演進脈絡，因此值得加以

特別觀察；反之其他則是非主流機構。

對於非主流機構，我們可以進一步區分為領先主

流的機構、跟隨主流的機構、以及旁觀的機構

等。例如下圖所示，即是一領先主流的機構的專

利（圖中下方灰色節點者），相對於技術路徑 

（圖中上方以黑色箭頭連接的白色節點者）的相

對位置關係。灰色與白色節點之間的箭頭則表示

該機構的專利多被後來核准的、技術路徑上的專

利所直接或間接的引用；或者說，該機構的專利

多直接或間接的影響了技術路徑上的專利，該機

構因此稱為領先主流的機構。跟隨主流的機構則

恰相反，該機構的專利多受先前核准的、技術路

徑上的專利所直接或間接地影響。旁觀的機構的

專利則多和技術路徑上的專利沒有直接或間接的

影響或被影響的關係。當然也有的機構不具有顯

著的單一定位，而是同時具有數種特性。

對於相關產業、產品、技術的多個競爭企業，

可以根據其專利相對技術路徑的各種位置的比

例，同時呈現於如下圖的「雷達螢幕」上。其中

橫軸是領先主流專利的比例，而位於其上的競爭

者（黃色節點）都屬於領先主流的機構，差別在

於程度的不同；同樣地，縱軸是追隨主流專利的

比例，而位於其上的競爭者（藍色節點）都屬於

追隨主流的機構，差別也只在於程度的不同。介

於二軸之間者，則是同時具有領先主流的專利、

以及追隨主流的專利的競爭者。例如其中的黑色

節點者，是領先主流、以及追隨主流二種特性不

分軒輊的競爭者。以圖中標示的「自己企業」為

例，我們可以清楚看出自己同時具有領先主流的

專利、以及追隨主流的專利，但後者比例明顯較

高，所以我們「自己企業」是傾向於追隨主流這

樣的定位。

因此，藉由以上的定位觀察，可以比較自己和競

爭對手的定位是相似或不同、相似或不同在哪

裡；也可以在不同時點上進行觀察，觀察彼此定

位的改變與變化方向（從一定位朝另一定位轉

變），進而觀察出彼此的研發方針與投入績效。

這些都有助於產業競爭情報的收集分析！！

（本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學專

利研究所副教授）

技術長的專利策略
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Arm架構到底是什麼？技術特色？應用市場？

ARM其實是「Acorn RISC Machine」

的縮寫，其答案就在於RSIC這個

字，也就是精簡指令集。而在說

RISC之前，我們應該要先知道什麼

是「指令集架構」。

所謂的指令集架構（Instruction Set Architecture， 

ISA），是電腦中與程式設計有關的部分，包含

指令集，資料類型，暫存器，定址模式，儲存和

外部I/O。它就是一系列的機器語言，由特定處理

器執行的基本命令，用來控制電腦的各項運算處

理的語言。而RISC精簡指令集，相對於複雜指令

集（CISC）來說的，其實是一種演化和改良的成

果。

CISC當然也是一種微處理器指令集架構，它的

特色是每個指令可執行數個低階操作，像是記憶

體存取、運算操作等，而且能全部集中於單一指

令中。所以指令的架構就自然繁雜也龐大，目前

最有名的CISC架構當然就是英特爾陣營所採用的

x86架構。

然而，CISC的誕生其實是跟PC的發展歷程十分

密切。尤其在當時的半導體技術和電腦科學都

是屬於早期的階段，記憶體技術也才剛剛起步，

因此各種程式設計和軟硬體系統也都還在持續變

革，CISC是在那個時空背景下誕生的，自然保留

了仰賴硬體和控制複雜的特色。

隨著技術的持續精進，電腦科學家也發現了CISC

關於Arm架構，你不能不知道的三件事

主持人：CTIMES採訪編輯吳雅婷

與談人：CTIMES副總編輯籃貫銘

繪圖處理器大廠輝達(NVIDIA)

去年宣布收購Arm，最近今天更

宣布展開一系列的合作計畫，

將NVIDIA的GPU及軟體結合Arm

架構的CPU，將Arm架構的靈活

及節能優勢全面擴大，處理從

雲端到邊緣的各種運算負載。

到底Arm架構是什麼？在市場地

位上要從行動裝置擴散到資料

中心，可行嗎？未來會出現競

爭對手以新架構對陣嗎？

摘要
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Arm架構主導了行動裝置時代，最近進軍AI和HPC領域，這個策略可行嗎？

未來市場上有沒有可能出現新的競爭對手？

採用RISC指令集的Arm架構，具有易

用與低功耗的優勢，很適合在行動運

算和嵌入式領域，但在數位整合的年

代，行動與固定式的邊界已越來越模

糊，對於運算效能的需求也越來越大。因此Arm

架構的處理器也不斷提升其運算能力，來因應用

這些需求，特別是AI和HPC這類的應用。

所以從商業策略的觀點來看，Arm進軍AI和HPC

市場是自然而然，同時也是不得不的作法。所以

我們也看到了Nvidia拉攏Arm要一起進軍這些市

場，現在要問的就只有，可不可行這個問題？

隨著技術的演進，Arm架構的性能也不斷的提

升，在AI和HPC領域肯定是有他們的立足之處。

例如他們最新發布的Arm v9架構中，就強化了在

機器學習與數位訊號處理的性能，再加上RISC指

令本來就具備較佳的可擴展和平行運算能力，因

此肯定有與目前的領導者一較高下的機會。

在講Arm的新競爭對手之前，我們先說一下目前

國際間在半導體技術上的一些發展，特別是因為

新冠疫情所引發的晶片短缺的情況，讓各國政府

意識到晶片製造的重要性，因此紛紛開始尋求自

有半導體供應的可能性，包含歐盟啟動歐洲半導

體計畫、中國的十四五計畫、美國發起跨國半導

體、日本開始制定中長期的半導體計畫。這些都

是反應了國際間開始越來越重視所謂的半導體技

術的獨立性。

然而半導體製造技術發展至今，任何一個國家

或者企業要自己從頭開始，幾乎已經是不可

能的，唯一比較可行的方法，只剩下你要拉

攏哪一個陣營，而這裡面就牽扯到了許多的

盤算。也因此NVIDIA與Arm的合併案，目前仍是

懸而未決，主要就是國際間對於這兩家公司的合

併有著不同的意見。最後是否能夠如願完成，仍

要繼續觀察。

而在這國際角力之間，一定會有不同的勢力出

現，因此Arm必定會面臨新的挑戰。像是同是屬

於RISC指令集架構的RISC-V，就是一個非常值得

關注的技術。

觀看影片，請掃描：

的缺點，並著手對其進行改良，於RISC的架構就

被提出來，並且開始用在新一代處理器開發上。

不過由於CISC獲得英特爾的青睞，並持續對自身

的技術進行改良，也在PC與伺服器市場上取得了

很好的成果，因此造就了目前主流的運算平台都

是CISC架構的風貌。而RISC技術在市場與商業的

考量下，也就選擇了先從嵌入式和行動平台作為

利基市場，多年之後，也在這些市場發光發熱。

但隨著半導體技術不斷突破，數位應用也邁入整

合的年代，PC運算與行動運算的交集越來越大，

因此CISC和RISC架構的競爭也就白熱化了起來。

現在要看兩者交集的應用，因為這是最主要競爭

的市場，而具體項目則是智慧物聯（AIoT）和人

工智慧。
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